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<§) Vorrichtung zum Aufbringen einer Tragerfoiie 

(§7) Vorrichtung zum Auf bringan einer Trfigerfolie (2) auf einen 
Wafer (3), wobef die Tragerfoiie (2) in einen Rahman (1) 
eingespannt ist und der Wafer (3) auf einer Halteeinrichtung 
(5) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet daS der Rah- 
man (1) an einer Seite ein Drehgelenk (6) aufweist, daft der 
Wafer (3) unter oder Qber der Tragerfoiie (2) angeordnet ist 
und daft durch Drehen des Rahmans (1) die Tragerfoiie (2) 
ohne LuftemschlGsse und ohrje Verklebung auf den Wafer 
(3) derart aufbringbar ist, daS der Wafer (3) durch Adha- 
sionskrfifte an der Tragerfoiie (2) haftet. 
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Beschreibung 


Stand der Technik 

5 

Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung nach 
der Gattung des Hauptanspruchs wie sie beispielsweise 
aus der DE 36 31 774 Al bekannt ist. Es ist schon eine 
Vorrichtung bekannt, bei der ein Wafer auf einer Halte- 
einrichtung liegt Eine Tragerfolie, die in einen Rahmen io 
eingespannt ist, wird auf den Wafer aufgelegt Anschlie- 
Bend wird mit einer Rolle die Tragerfolie an den Wafer 
gedruckt, so daB der Wafer an der Tragerfolie haftet 
Sind in den Wafer empfindliche Strukturen, z. B. mikro- 
mechanische Strukturen eingebracht, so kommt es beim 15 
Aufrollen der Tragerfolie auf dem Wafer zu Beschadi- 
gungen dieser Strukturen. 

Aus der DE 36 31 774 Al ist ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zum Ausrichten und Fixieren eines Halblei- 
ter- Wafers auf einer Tragervorrichtung bekannt Bei 20 
diesem Verfahren bzw. dieser Vorrichtung wird vorge- 
schlagen, fiber einen Rahmen eine einseitig klebende 
Folie zu spannen. Der Wafer wird mit seiner Strukturli- 
nienseite auf einem Justiertisch aufgebracht und in eine 
vorgegebene Position ausgerichtet Nach dem Ausrich- 25 
ten des Wafers wird dieser mit seiner RQckseite auf die 
KJebschicht der einseitig klebenden Tragerfolie aufge- 
bracht 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor- 
richtung zu schaffen, bei der ein Halbleiter- Wafer auf 30 
eine Tragerfolie derart aufgebracht wird, daB seine 
empfindlichen Strukturen nicht beschadigt werden. Die- 
se Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
gelost 

35 

Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung mit den Merkma- 
len des Hauptanspruchs hat gegeniiber dem Stand der 
Technik den Vorteil, daB das Aufbringen der Tragerfolie 40 
auf den Wafer erfolgt, ohne empfindliche Strukturen 
des Wafers zu beschadigen. Weiterhin eignet sich die 
Vorrichtung fur ein automatisiertes Aufbringen der Tra- 
gerfolie. Dadurch wird ein sicheres und kostengiinstiges 
Aufbringen der Tragerfolie auf den Wafer ermoglicht 45 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und 
Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen 
Vorrichtung moglich. Besonders vorteilhaft ist es t die 
Halteeinrichtung mit einer Ansaugvorrichtung auszu- 50 
bilden, die den Wafer auf der Halteeinrichtung festhalt 
Dadurch ist es mdglich, den Wafer mit geringer mecha- 
nischer Belastung auf der Halteeinrichtung festzuhalten. 

Besonders vorteilhaft ist es, die Halteeinrichtung mit 
Heizelementen auszustatten. Durch Erwarmung der 55 
Halteeinrichtung wird die Adhasionskraft, die die Tra- 
gerfolie mit dem Wafer haftend verbindet, erhoht Die 
Temperatur der Halteeinrichtung wird an die Material- 
kombination Wafer/Tragerfolie so angepaBt, daB die 
Adhasionskraft in Abhangigkeit von den verwendeten 60 
Materialmen f uhr den Wafer bzw. die Tragerfolie optimal 
ist 

Die Vorrichtung wird in vorteilhaf ter Weise durch die 
Verwendung eines Standblockes weitergebildet, der in 
der Hohe variabel einstellbar ist Damit ist die Dreh- 63 
achse in der Hdhe variabel einstellbar und kann unter- 
schiedlichen Waferdicken so angepaBt werden, daB der 
Winkel zwischen der aufzubringenden Tragerfolie und 


dem auf der Halteeinrichtung aufliegenden Wafer opti- 
mal ist. 

Eine weitere Verbesserung der Vorrichtung wird da- 
durch erzielt, daB die Halteeinrichtung eine Ausneh- 
mung aufweist so daB der Wafer nicht mit der gesamten 
Flache auf der Halteeinrichtung aufliegt Damit wird 
erreicht, daB z. B. mikromechanische Strukturen, die in 
den Wafer eingebracht sind, beim Aufliegen des Wafers 
auf der Halteeinrichtung die Halteeinrichtung nicht be- 
rfihren. 

Zeichnung 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher erlautert Es zeigen 

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Aufbringen der Trager- 
folie im Schnitt und 

Fig. 2 eine Halteeinrichtung mit einer Ausnehmung. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

Fig. 1 zeigt einen Rahmen 1, in den eine Tragerfolie 2 
eingespannt ist Der Rahmen 1 ist uber ein Drehgelenk 6 
mit einem Standblock 4 verbunden. Diese Verbindung 
ermoglicht ein Schwenken des Rahmens 1 um eine 
Drehachse, die tangential zum Rahmen 1 angeordnet ist 
Unter der Tragerfolie 2 ist eine Halteeinrichtung 5 an- 
geordnet Auf der Halteeinrichtung 5 liegt ein Wafer 3 
auf. Der Wafer 3 ist so unter der Tragerfolie 2 angeord- 
net, daB er beim Schwenken des Rahmens 1 vollstandig 
mit der Tragerfolie 2 bedeckt wird. Die Halteeinrich- 
tung 5 weist eine Ansaugvorrichtung 7 auf. Zudem ist in 
der Halteeinrichtung 5 ein Heizelement 8 eingebracht 
Die Heizung des Heizelementes 8 wird von einer 
Steuereinheit 9 gesteuert 

Die Anordnung nach Fig. 1 arbeitet wie folgt: Ein 
Wafer 3 wird auf die Halteeinrichtung 5 gelegt Bei- 
spielsweise wird in diesem Ausfuhrungsbeispiel ein Sili- 
ciumwafer verwendet AnschlieBend wird der Wafer 3 
fiber die Ansaugvorrichtung 7 an die Halteeinrichtung 5 
angesaugt, so daB der Wafer 3 beim Aufbringen der 
Tragerfolie 2 nicht verrutscht Weiterhin wird fiber die 
Steuereinheit 9 die Heizung des Heizelementes 8 in der 
Halteeinrichtung 5 so geregelt, daB eine optimale Tem- 
peratur des Wafers 3 vorliegt. Es hat sich gezeigt, daB 
eine Temperatur von 70° bis 90° C dazu fiihrte daB die 
Adhasionskraft, mit der die Tragerfolie 2 an den Wafer 3 
angezogen wird, ausreichend ist, um eine gute haftende 
Verbindung zwischen der Tragerfolie 2 und dem Wafer 
3 zu erreichen. Nun wird der Rahmen 1 durch Schwen- 
ken um die Drehachse, die durch das Drehgelenk 6 vor- 
gegeben ist, in Richtung des Wafers 3 bewegt Dabei 
wird die Tragerfolie 2 auf den Wafer 3 aufgelegt Auf- 
grund von Adhasionskraften haftet der Wafer 3 an der 
Tragerfolie 2. 

AnschlieBend wird die Ansaugvorrichtung 7 abge- 
schaltet und der Wafer 3 kann mit dem Rahmen 1 trans- 
portiert werden. 

AnschlieBend wird der Wafer 3 z. B. mit Hilfe des 
Rahmens 1 zu einer Sageeinrichtung transportiert Der 
Rahmen 1 wird in die Sageeinrichtung eingespannt Der 
Wafer 3 wird nun, justiert durch den Rahmen 1, in vorge- 
gebene Teile, wie z. B. einzelne Chips, zersagt 

Fig. 2 zeigt eine Halteeinrichtung 5, die eine Ausneh- 
mung 10 aufweist Die Halteeinrichtung 5 der Fig. 2 
funktioniert wie folgt: Beim Aufliegen beruhrt der Wa- 
fer 3 die Halteeinrichtung 5 nur in festgelegten FlSchen- 
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bereichen. In diesem Ausfuhrungsbeispiel sind dies die 
Randbereiche des Wafers 3. Die festgelegten Flachen- 
bereiche sind so ausgewahlt, da3 empfindliche Struktu- 
ren wie z. B. mikromechanische Strukturen, die in einen 
Siliciumwafer eingebracht sind, nicht auf der Halteein- 5 
richtung 5 aufliegen. Dadurch ist es moglich, die Trager- 
folie 2 auf den Wafer 3 aufzubringen, ohne die mikrome- 
chanischen Strukturen zu beschadigen. Die Ansaugvor- 
richtung 7 ist in diesen Fallen in den Bereichen der 
Halteeinrichtung 5 eingebracht, auf denen der Wafer 3 10 
aufliegt. Die Ausnehmung 10 kann entsprechend den 
empfindiichen Strukturen des Wafers 3 beliebige For- 
men annehmen. 

Die Erfindung wird vorteilhaft erweitert, indem der 
Standblock 4 in der Hohe variabel ausgebildet ist. Da- 15 
durch wird erreicht, daB die Hohe der Drehachse des 
Drehgelenkes 6 der Dicke des Wafers 3 angepaBt wer- 
den kann. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung kann fur beliebi- 
ge Wafermaterialen verwendet werdea 20 

Patentanspniche 

1. Vorrichtung zum Aufbringen einer Tragerfolie 
(2) auf einen Wafer (3), wobei die Tragerfolie (2) in 25 
einen Rahmen (1) eingespannt ist und der Wafer (3) 
auf einer Halteeinrichtung (5) angeordnet ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Rahmen (1) an ei- 
ner Seite ein Drehgelenk (6) aufweist, daB der Wa- 
fer (3) unter oder uber der Tragerfolie (2) angeord- 30 
net ist, und daB durch Drehen des Rahmens (1) die 
Tragerfolie (2) ohne Lufteinschliisse und ohne Ver- 
klebung auf den Wafer (3) derart aufbringbar ist, 
daB der Wafer (3) durch Adhasionskrafte an der 
Tragerfolie (2) haftet. 35 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Halteeinrichtung (5) eine Ansaug- 
vorrichtung(7) aufweist 

3. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halteeinrichtung 40 
(5) Heizelemente (8) aufweist 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die H6he der Dreh- 
achse des Drehgelenkes (6) variabel einstellbar ist 

5. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halteeinrichtung 
(5) mindestens eine Ausnehmung (10) aufweist, so 
daB der Wafer (3) nicht mit der gesamten Flache 
beim Aufbringen der Tragerfolie (2) auf der Halte- 
einrichtung (5) aufliegt 50 
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